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クアラルンプール工場閉鎖に伴う工場変更のお願い
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背景

対象品種

ご多忙の中、短期間で大変恐縮ですが、ご理解・ご協力のほどよろしくお願い致します。

クアラルンプール工場にて製造中のTSOP56パッケージ及びTSOP48パッケージ全製品

スケジュール

クアラルンプール工場での製造は2012年3月末にて終了いたします

従来組立工場をバンコク工場とクアラルンプール工場の2つ有しておりましたが、

世界的な景気低迷に伴う需要減少の為、組立工場をバンコク工場に集約する事となりました。

集約する事により工場の生産性を向上させ、長期的なコスト競争力の維持、強化を図って
まいります。
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製造拠点変更内容について

Spansion FAB25工場
(アメリカ オースチン)

後工程
Spansion バンコク工場 (タイ)
BGA ・TSOP・MCPパッケージの組立

試験・捺印・梱包

後工程
Spansion クアラルンプール工場 (マレーシア)
TSOPパッケージの組立

試験・捺印・梱包

Spansion FAB25工場
(アメリカ オースチン)

後工程
Spansion バンコク工場 (タイ)
BGA・TSOP /MCPパッケージの組立

試験・捺印・梱包

前工程

前工程

クアラルンプール工場を閉鎖し、全ての後工程工場をバンコク工場に集約
※後工程工場以外の変更点はございません。

変更前

変更後
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Spansion BKK工場概要

Spansion Thailand Limited [Spansion バンコク工場]
 1990年設立

Spansion最大の後工程工場(アセンブリ・試験・マーキング・パッケージング)
従業員数：877名(2011年5月現在)

製造キャパシティー
組立工程 9.1Munit/week
試験・マーキング・パッケージング 10.0Munit/week

対応パッケージ
TSOPパッケージ、BGAパッケージ、SOICパッケージ、各種MCPパッケージ等

工場建屋全体工場入口

ISO9001 ISO14001 TS16949
各種認定証バンコク工場
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Spansionバンコク工場でのTSOPパッケージ生産について

 Spansion バンコク工場では、2003年7月のSpansion設立前※からTSOP48及びTSOP56
パッケージの組立及び試験を行っております。
※AMD製 Flashメモリーを製造

 Spansionバンコク工場のTSOP56及びTSOP48パッケージの組立設備及び試験設備及び

能力は、現状のデマンドを十分にカバーが可能です。

 Spansionクアラルンプール工場閉鎖後、Spansion クアラルンプール工場の組立設備及び
試験設備の一部を、Spansionバンコク工場に移管致します。
Spansion バンコク工場のTSOP56及びTSOP48パッケージの組立能力及び試験能力を増

強いたします。

生産状況及び生産能力について

組立設備： 旧型装置を除きTSOP56/TSOP48の設備を移管

試験設備： 全てのテスターを移管

上記設備をクアラルンプール工場閉鎖に伴い、バンコク工場へ移管いたします。

設備の移管について
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クアラルンプール工場とバンコク工場比較

クアラルンプール工場 バンコク工場

会社名 Spansion (Kuala Lumpur) Sdn.Bhd. Spansion (Thailand) Limited

工場所在地
Persiaran Kuala Selangor, Seksyan 26, 

40000 Shah Alam,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia

229 Moo 4 Changwattana Road, Pakkred, 
Nonthaburi 11120, Thailand

事業内容 半導体デバイス製造 半導体デバイス製造

工場設立 1988年 1990年

敷地面積
Total Land Area 30 acres(121,405m2)

Building Size: 17,618m2
Total Land Area 18.5 acres(71.954m2)

Building Size: 23.400m2

従業員数 760名 877名

ISO/TS 認証

ISO14001 2004：1998年5月 ISO14001 2004：2002年10月

ISO9000 2008：2003年7月 ISO9000 2008：2003年7月

ISO/TS16949：2009年1月 ISO/TS16949：2009年1月
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4M変更点について

クアラルンプール工場 バンコク工場

特性/品質

における
有意差の
有無

同一性への取組み

人

アセンブリプロセス
クアラルンプール工場

勤務人員
バンコク工場
勤務人員

無 当社作業認定に基づく有資格者に
て作業を実施。

ISO/TSに基づいた共通の品質マ

ニュアル、教育作業標準にて作業
者の同一性を保っています。また、
資格については半年毎に見直しを
実施し、教育履歴に記録し、その
確認を半年毎に実施しております。

アセンブリ検査
クアラルンプール工場

勤務人員
バンコク工場
勤務人員

無

工
場

アセンブリプロセス装置 非開示 非開示 無
同一設備を使用

アセンブリ検査装置 非開示 非開示 無

方
法

品質保証体系
統一品質保証体系 統一品質保証体系

無 全社統一品質保証体系を実施

材料受入れ検査 無 全社統一材料受入れ検査を実施

アセンブリプロセス
48PIN及び56PIN

TSOPパッケージ製品組立
48PIN及び56PIN

TSOPパッケージ製品組立
無

全社統一作業基準にて同一
アセンブリプロセスを使用

アセンブリ検査

48PIN及び56PIN
TSOPパッケージ製品組立

後検査

48PIN及び56PIN
TSOPパッケージ製品組立

後検査
無

材
料

アセンブリ材料
モールド

リードフレーム等
モールド

リードフレーム等
無

全社統一仕様に従い、同一のベン
ダー、同一の部材を使用
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変化点サマリー (組立工程)

変更点無

製造プロセスフロー、コントロールプラン及びスペックは同一です
クアラルンプール工場及びバンコク工場は全社共通作業手番書を用いて製造しております。
そのため、製造プロセスフロー及びコントロールプランの変更はございません。

アセンブリ装置は同一です
クアラルンプール工場とバンコク工場は同じ装置を使用しTSOP48パッケージ及びTSOP56パッケージを製

造しております。

部材及びベンダーは同一です
クアラルンプール工場とバンコク工場は同一ベンダー・同一部材を使用しております。
リードフレーム、ワイヤー、ダイアタッチメント、モールド等全てのアセンブリ材料は同一です。

変更点有

工場の変更
立地及び建屋は変更いたします。しかし、製造プロセスフロー等は全社共通作業手番を使用しているため変
更はございません。また、バンコク工場はSpansion最大の後工程工場として既に多数の製品

を出荷しております。

作業人員が変更
作業人員は異なります。全社共通の教育システムを採用し半年毎に資格の見直し等を行っています。

生産国表示が変更・内装箱の色合いが変更
P12 P13をご参照願います

組立工程
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変化点サマリー (試験工程)

変更点無

アセンブリ試験内容・方法及びスペックは同一です
クアラルンプール工場及びバンコク工場は全社共通作業手番書を用いて製造しております。
そのため、同じ試験プログラムを使用し試験を行っております。
各製品毎の試験内容・試験方法・試験スペックは同一になります。

アセンブリ試験装置は同一です
クアラルンプール工場とバンコク工場は同じ装置を使用しTSOP48パッケージ及びTSOP56パッケージ後の

試験を行っております。

変更点有

工場の変更
立地及び建屋は変更いたします。しかし、後工程試験フロー等は全社共通作業手番を使用しているため変更
はございません。また、バンコク工場はSpansion最大の後工程工場として既に多数の製品

を出荷しております。

作業人員が変更
作業人員は異なります。全社共通の教育システムを採用し半年毎に資格の見直し等を行っています。

試験工程
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品質管理工程について

クアラルンプール工場とバンコク工場では、組立工程、試験工程、
管理項目及び信頼性モニタリング試験に差異はございません。

品質管理工程図 品質管理工程図（組立及び試験部分拡大図）
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工程能力比較工程能力比較:: 工程歩留まり工程歩留まり

■ BKK工場，KL工場のTSOPパッケージの後工程歩留まり比較 (約3年)です．
両工場とも，歩留まりは安定して推移しております．また, 出来栄えの有意差はございません.
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リスクマネージメントについて

 クアラルンプール工場閉鎖に伴い、通常時はバンコク工場のみでの生産になりますが、
災害等の非常時、バックアップ工場としてChipMOS社を準備しております。

※TSOP56及びTSOP48パッケージ製品につきましては、既にChipMOS製を市場に出荷して

おります。

組立工場 試験工場

TSOP048
(48pin TSOPパッケージ)

通常時 Spansion バンコク工場 Spansion バンコク工場

バックアップ ChipMOS [台湾] ChipMOS [台湾]

TSOP056
(56pin TSOPパッケージ)

通常時 Spansion バンコク工場 Spansion バンコク工場

バックアップ ChipMOS [台湾] ChipMOS [台湾]

VBK048
(48ball BGA パッケージ)

通常時 Spansion バンコク工場 Spansion バンコク工場

バックアップ ChipMOS [台湾] ChipMOS [台湾]

LAA064
(64ball Fortified BGAパッケージ)

通常時 Spansion バンコク工場 Spansion バンコク工場

バックアップ ChipMOS [台湾] ChipMOS [台湾]
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クアラルンプール工場品 バンコク工場品

捺印について

 パッケージ表面の捺印仕様は変更ございません。

＊本印図は捺印内容と位置の大略を示すもので
字形・大きさ及び位置の詳細を示すものではありません。

 パッケージ裏面の窪み（インジェクター部）に記載しております、
生産国表示が変更になります。

＊インジェクター（窪み）は
パッケージ裏面左下にございます。

パッケージ裏面
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各種ラベルの表示について

内装箱ラベル 外装箱ラベル

S29AL016J70TFI010

S29AL016J70TFI010

MFR#

S29AL016J70TFI010

S29AL016J70TFI010A

OPN

 青い四角で囲まれた部分が組み立て工場を表します
（組み立て工場の表記はアルミラミネートにはございません）

クアラルンプール工場の場合： Kuala Lumpur
バンコク工場の場合： Thailand
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内装箱について

 クアラルンプール工場品とバンコク工場品では、内装箱の色合いが異なりますの
で、ご注意願います。なお、内装箱のサイズについては同一です。

※バンコク工場品の内装箱については、クアラルンプール工場品内装箱よりも、オレンジ色に
近い色合いとなっております。

内装箱サイズ

177.8 x 381 x 104.8 mm
( 7 x 15 x 4.125 inch )

バンコク
工場品

クアラルンプール
工場品

バンコク
工場品

クアラルン
プール
工場品

内装箱 (側面) 内装箱 (上面)
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Appendix
－品質保証体系図－
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担当部門
業務内容

お客様 営業部門
開発部門 品質部門 生産部門

製造/
試験部門

品質管理部門技術部門
計画部門 外注先

製造部門

企

画

顧客要求

市場調査

商品企画

技

術

設計調査

特性調査

製造ライン調査

信頼性調査

量

産

試

作

量産試作

特性評価

信頼性評価

お客様要求事項の確認

市場調査情 報

商品企画

設計調査

特性調査

製造ライン調査

信頼性調査

量 産 試 作

特 性 評 価

信頼性評価CS納入

ES納入

※１

技術部門

品質保証体系図 -1
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担当部門
業務内容

お客様 営業部門
開発部門 品質部門 生産部門

製造/
試験部門

品質管理部門技術部門
計画部門 外注先

製造部門

初 期流 動管理

実行計画 生産計画生 産

材料要求

受 入

製造管理（（ｳｪｰﾊ
ﾌﾟﾛｾｽ，ﾌﾟﾛｰﾌﾞ試験）

工程間品質管理

製造管理（ｱｾﾝﾌﾞﾘ）

最終試験

出荷試験

信頼性試験

出 荷

部品材料
発注購入

部品材料
受入

受入検査

部 品・材 料

製造工程（ｳｪｰﾊﾌﾟﾛｾｽ，ﾌﾟﾛｰﾌﾞ試験）

工程内検査
統計的品質管理

工程管理
装備／計量
計測器管理

工程間監査
検査

製造工程 （ｱｾﾝﾌﾞﾘ)

最終検査

梱包

信頼性
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ試験

倉入／出荷納 入

量

産

製

造

注 文
設備計画

※2

技術部門

品質保証体系図 -2
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担当部門
業務内容

お客様 営業部門 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ
ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部門

品質ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

部門
生産部門

製造/
試験部門

品質管理部門技術部門
計画部門 外注先

製造部門

品質情報

故障解析

ｸﾚｰﾑ処理

市

場

品 質情 報

故 障解 析

ｸ ﾚ ｰ ﾑ処 理ｸﾚｰﾑ

品 質情 報※１ ※2

技術部門

品質保証体系図 -3
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